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As ligas fundidas abase de aluminio tém desempenhado um papel fundamental no crescimento da indUstria
de aluminio. Atualmente, essas ligas sdo produzidas em centenas de composi¢cdes de todos 0s processos
comerciais de fundicdo. A excelente fluidez e a alta resisténcia em relacdo ao peso tornam as ligas do
sistema AIl-Cu-Si uma escolha apropriada como ligas de fundicdo. Esta classe de ligas também é
amplamente aplicada nas industrias automobilistica e aerondutica, principalmente como ligas leves. Em
particular, a inddstria automobilistica aumentou recentemente a producéo de pecas fundidas de ligas de
aluminio para blocos e cabegotes de motor. Neste sentido, a fim de investigar o efeito dos pardmetros
térmicos nos espacamentos dendriticos secundérios (I2) da liga Al-3%Cu-7%Si, experimentos de
solidificagdo direcional horizontal sob condi¢Bes de fluxo de calor transiente foram realizados. Perfis
térmicos foram obtidos e utilizados para determinar os parametros térmicos de solidificacdo, tais como
velocidade de avanc¢o da interface liquido (VL) e taxa de resfriamento (TR). Os valores de ?2 foram
medidos ao longo do comprimento das mostras e correlacionados com VL e TR. Os resultados mostram
que a interrelagdo entre 0s espagamentos dendriticos secundarios com os parametros térmicos €
caracterizada por leis experimentais do tipo poténcia dadas pelas expressdes matematicas 12= 26 (VL)-2/3
el2 =506 (TR) -1/3.
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